
Forcierte Kühlung
AN202

2008/10/08

TECHNO-PROJEKT GmbH • RHOENSTRASSE 3 • D - 97791 OBERSINN
TEL + 49 - (0)9356- 97 21 20 • FAX + 49 - (0)9356 – 97 21 21
www.techno-projekt.de • vertrieb@techno-projekt.de

Für die Serien TP50 – TP200W gilt: 
Tc:    -40°C ..... + 100°C

Damit die max. zulässige Gehäusetemperatur von 100°C nicht überschritten wird, ist folgendes Derating bei 
Einsatz ohne Kühlkörper nötig.

Pow er Dissipation vs Ambient Temperature and Air Flow
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Überprüfung der max. zulässigen Gehäusetemperatur                                                            

Beispiel:
TP75W-24S12 ohne Kühlkörper
Efficiency: 83%; Pout = 75W

Pv = Pin – Pout = Pout/ Efficiency   - Pout
Pv = 75W/0.83 –75W = 15.4W

From derating curve: Ta = 40°C  2m/s 

Allowed temperature rise : T = Pv x Rca = 15.4 x 3.64
= 56K

Tc = Ta + T: 40°C + 56°C = 96°C < 100°C

Tc : Tcase
Ta: Tambient

Thermal Resistance vs Air Flow without heatsink

Air Flow Rthca
Natural 
convection 0.1m/s

7.12 °C/W

0.5 m/s 6.21 °C/W
1.0 m/s 5.17 °C/W
1.5 m/s 4.29 °C/W
2.0 m/s 3.64 °C/W
2.5 m/s 2.96 °C/W
3.0 m/s 2.53 °C/W
3.5 m/s 2.37 °C/W
4.0 m/s 2.19 °C/W


